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Von der Schaltung
zur Lefterplatte
TO 4
Die eigene Beschichtung von Basismaterial behandelt der vorliegende Artikel
sowie das Ansetzen von Atz!äsungen und den Atzvorgang selbst.

4.3 Fotopositiv-Beschichtung von
Basismaterial

Zur eigenen Beschichtung von Basis-
material liii I ci ner totoempit nd)ichen
Schicht stehi das seit vielen .Iahren he-
wiih ne Prod uk I der Firma K )n I a k i-C he-
niie ..POS!TIV 201' in 100 ml- mid 200 ml-
Spniihdoscn ,ur Venlilgung.

11
!fl
0 Bud 10 zeigt den

Fotopositiv-Spruh-
lack ,,POSITIV 20".
mit 200 mI-Inhalt

\Vennglcich das Verlahren als ausge-
reift hezeichnet werden kann. hingt es doch
einige Fchlernii)glichkeuen in sich, die das
Engehnis zunichic maclien kOnnen. Bei
genauen und sorgialtigen Ei uhaltung der
Verlahrensneeeln kann jedoch em Cules
Enechnis den Bescliiclituiisqual itiit ereichi
weiden hei hesonders iinstieni Preis-
Le i sin nsverlidl ms.

Fine uan/ entscheidcndc Vorausseiiun
(jr (lie kniielung einen perlekien Fob-

schichi ist die Reiniuiiie des Basismateni-
als. Dieses muif. absolut ietifrei Lind oxid-
uiei scm. Beieits (las Abirocknen dergerei-
n igien Leilerplatte mit ci neni .. nornialen
Handiuch kann cinen mikro!einen Fettlilm
venursachen. der eine (1,ume I3eschichiu11g
unnidg!ich ntacht.

Zundchsi einl)l chIt es sich. (lie Kupler-
schiclit Illit ci nem ci nen Scheuenmi tie!
z. B. Ala) Al neinicen. wohei lurden Scheu-

envorgang cin absolut sauhenen Schwamm.
bessen noch ein saLiberes Kiichenpapien-
inch vcnwendet vvird. Aul (lie mit Wasser
benetzte Kupfenschicht wird (las Scheuer-
mitiel gesimeut und mit dciii Tuch kreisliir-
ide venrieben.

(irtindliches Spillen ist hesonders wich-

hg inn Fntfernung \011 Scheuenmittcl-
RLickstiinden. Dabei sollie ausssc111iel3lich
mit klarem, warmem Wassen gespilIt wer-
den. Nach den Reiniuniz soilte sich em
zusanimenhiingender \Vassenfilni Alf den
gesamien Oherfliiche den Kupfenschicht
aushilden (111(1 /.vvan unhedint ohne den
Iisatz von Netzmitieln (Spühlniuttel). Das
Aulreil3en des Filmes (leutet aul Venuniei-
nicunCen Inn.

Anschliel3end erlolgt (lie vollstiindige
Trocknung dergcspiiltcn Platine. da Feuch-
tmgkeiisriickstdnde zu mangelnden Haitle-
stigkeit des Fotoresistlackes (Fotoschichi)
fUhren kdnnen. Hier empfiehli sich das
Ahinocknen zunLichst Init einein sanhenen
Papien-KucheiitLmch. Keineslalls diinfen in-
stitzlich nocli Liisungsniittel wie Aceton.
l'ni. Alkohol o.a. hennizi venden, da [lie]---
(luich m i krolei ic RLicksthnde enislehen
kiiiinemi. (lie W medenuni (lie nach lolende
Beschichmun hecinmnticlmligen.

Die Beschiclitnng den Kup!erschicht des
Basisniatenials mit deni Fotonesistlack sollte
unmitteihar im Anschlul3 an die Rein igung
und vollstandige Tnocknung des Basisma-
terials vorgenonimen werdemi. Dadnrch
vcrnieiden Sic Oherl]iichenvernnnei Il Ull-

Bild
FUhrung der

SprUhdose
wäh rend des

Beschuchtungs-
vorgangs von
Basismaterial

gen, die duich Lagenung. Beniihnung und
enneute Oxidation enistehen.

Obwohl (las Anheiten mit (1cm Fotoposi-
tiv-Spnuhlack ..POSITIV 20' nelativ em-
fach ist, erfonderi den Unigang mit den
Spnuihdose tin (lie elligen. die (las erste Mal
damit arheiten. ciii wenig Iihung.

I)as Respni lien kann hei nonmalein. ge-
daniplmcni 'l'ageslicht enlolgen. Fine Dun-
kelkainmer ist nicht enloidenlich. Da (len
Lack UV-1 ichicmpfindl ich i si. muB den
Fi niluB direkten Sonnencinstnahlung oden
hel len Tageslichis auf jeden Fall venniie-
(len wenden.

Eine siaub!ieie umid gleichmiil3ige Be-
schichmung isi Voraussetzung für eine cia-
wandt neie und iimzlesic Kopie. Den Stauh-
Ireiheit koinmi dabei eine ehenso wiclmtige
Bedeumung in wie den tuvor angespnoche-
nen soiglaltigen Reinigung. Jeden Fusscl
und jedes I liiichen sicrlen poientiel Ic Feh-
lenquellemi hei den spaten olgenden Belich-
mung clan. Die Beschichtung sol lie dthcn
nicht zum!etzt aulgrund derdtnch den Spriih-
vorgang enzeugten Luftwirhel in einetn
mnhglichsi saLiheien. stanhlrcien Rauni
geschehen. Den Fnl3hoden ist (labei kein
geeigneten On. dt mien (lie Gel ahr (len Em-
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hri n en tic von StaLlblMllikeln in die Fob-
schichi hesondcrs crol3 ist. [iii Tisch mit
staithltcier tinterlage (z.B. 11111 AlLilolie
ausgelegl) stellt eine hesonders gecignete

Untcrlage Jar,
Beim SprUhvorgaiig fur die Beschich-

tLiilg liegt das Basismaterial mit der Kup-
ferschicht nach ohen Icicht schriii.! his waa-
erecht. Aus 20 cm Ahsland wid flLIli

genidl$ Ahhi Idung I I zunLichst im Zick-
,ack-Kurs VOIl links nach iechbs mid iLl-
nick einc Spniihschiclil aufgehracht, nni
anschl iel.tend uni 90C cdreht, eine s'e he-

re Sprtihschichl aulzuhningen. Ain hesien
vvird 01111C U nlcrhrechung gespruihi. wo-
(11-11-Ch sich cine gleiclimLil3igc l.ackschicht

ei'giht.
Sohald sich cin leichter Hanimersclilag-

effekt icigt. kamin den Spniihvorgang heen-
dci werden. Nach kunzer Zeit verkiu Ii den

Lack dann in einer gheichmhl3igen. duinnen
lichlenipli ndh ichen Schichi.

\vid in salt espniiht. komml Cs iLl
unerwiinschler Randhi dune und unter-
schiedhichen Schichtsliirken. die wiederunm

etne Idnecre I3elichit Lill esieii erlordern Lind
ceehcnenlahIs ciii Aushehichlen iinnihc-

I ich niachen.
Bei extremen Somniertemperaturcn nuiL)

allerdines etwas sattcr heschiichlet und den
Sprdhahstand geningiLigig venkiirzt wen-
den. Hiendunch wind citie vcnstiinkte La-
sunesmittehvcrdLinstLine kompensient. Be-
achtct mail dieses nicht. kann Cs iii einer
uneinheithichien Beschichtune kommuen.
veil derLackvenhaufdunch in rascheTrock-

no ng gesbont wind.
Sollen cinige Leilerplatten aul Vonral

heschichilei weiden, so sind die heschich-
belen Phallen his tur Behichtune ahsohut
hichlgeschcilil und kiihil aol zuhe\vahiren.

Der holokopienlack sd hsl hat in den
Spniihdose seine kingste Hahihankeil hei
Kiihlschranktcmpeiatur von SC his I 2C

und hdht so ca. cin John.
Vol' dciii Au lspnLihen 111110) den Lack un-

hedinet Zinimentemperatun annehmen, do

cs sonst zu .,Stippenhildung" koninien
kann. Am besten wind die Spraydose li.inf
Stunden von den BenLiltung aits dciii Ki.ihl-
schrank entnommcn.

Bei dciii Fotokopierlack ..POSITIV 20''
hassen sich al-IS (]Cl- Fanhe der Schiichl An-
hallspunkle für die ertiehle Schichidicke
Ciii lie bin en:

I - 3 p iii = hel lciauhlau
3 - 6 ini = dunkelgrauhlaLi (optimal I

6 - 8 pm = hlau
> 8 Pill= dunkelhlau

Bei Kupfer Lmd andenen Gelhmetal len
als Schichttndgcrwirkt die Farhe mehroden
minder gndnstichig. Den helichitete Lack
erschcint mi Tagesliclit und nach den Be-
hichtun immen salt hhau.

U111 gLue Aushi do ngs- und Halleigen-

schallen iu en,iclen. mul3 die Fololack

sch icht Vol- der Bel ichtung im Dunkehn
gelrocknet vverden. Das kann im Tnocken-
schnank. im Backolen niil Thenniostatre
gel Lmg oiler dunch I nlrarotstnah IL! ilg ( oh-
gedunkellcn Grill) enlolgen. Die Trock-

nungstemperatLin sollte dabci +70C n icht

ii be rsc lire i be ii.
Bilte setzen Sic die Platinen nichi solort

den Tempenatur von 70C aus, sondern
tnocknen Sic von, indem dos Tnocknungs-
gcrLit erst nach Finhegen den Platinc emge-
schioltet umid aLifdiecmidgiilligeTcmiipeialun

gehracht vnd.
Vv'ind iii schnch I getnocknet. kann Cs tu

cinen ohenl] ichihichen Haulbildung und /u
eincn unvohlstandigen Entlennung den La-
sungsniiltel al-IS der Lockschiichl kommen.
Dies muR auf alle FhIle ermieden weiden,
do den Fotokopienlack in flLissigeni ZLi-
stand eine wesenthichi gemindente Emp-

lindliclikeit gegenUhen UV-Licht besitit.
Bilic herhcksichtigcn Sic auch, dIaL') Cill

nonmahen Haushahbs-Backolen mm Beieich
den Te iii pe mttun Lim 70TC h iiu hg 11 1.11 - on! Li-
neichcnd iegell und deLmth ichie Tcnipera-

tLiruherscliwinger aLmhweiscu kann. 
III dic-

scin l'ahI LIani Lhie l3ackolcnlemil11enatL11- Cl'-

lohinumigsgeiiidl3 nicht Liher50C eingcstclhl
V,

,
 rdc ii. 11111 C ne Fe m penal Li n von 71 )"C

nihgliclisl nicht in Uhenschnemten.

Den Grad den Lichlempfi nd I ichkeil
viichst nih zunehnicndemn lnocknLulgsgrLid

den Lackschichit an. Bei den angegehenen

TenipenatLmn von ca 70C hetragt die Tnock-
numigszeit IUnlzchmi his iwomizig MiiLiten.

Eine LihcrinocknLlng hingcgen luihnt vie-
LIenLim iLi einer ansteigenden Bchichtungs-

teit.
N ac hdem win LIIIS liii I Lie m I otove n lob-

mcii einschh icülich den eigencn Beschichi-

lung voil Basismatenial adisluhinlich hefaI3t
hahcn, wenden win uns im lolgenden Kapi-
tel dciii Ansetzcn von AttlOsLingeil sowic
dciii Atzvorgang selhst iLi.

5. Atzverfahren

SohaILl die KLmplenschicht den Leiterplal-
te dts dtiheste Leiterbahinhild lnhgt. c o al oh

Cs aLilgcteichlnel oiler nach dent Fotoven-
lahnen hcrgeslcl ht wmde, lolgI dos Hci'-
ausdlien den nichtgeschiLitilcn Kuplcrllii-
chen. knst duich den Alivoigang wiid chis
Lcitcrhahnhi ILl ill Ici tendc Struktimien ci mgc-

seth.
Für LILIS Al/en sehhsl stehen verschiede-

ne Venfahicn zLir VerfdgLmg, von denen
win un vorhiegemiden Kapitel die wcsenthi-
chien for the Einieh- Limid Kleinsenicmiher-
slellLing gceignelen Venlahncn nachfol-
gend aLill i sten Luid heschmcmhen:

5.1 Ammon iumpersulfat-Prozel3
Amiimon i LnlipensLihlol. dessen chemische

I'ormel (NH,), SO haLuet, hicgt ohs wcil')c,

knistallinc SLihslani von Lmd wild in Was-
sen aLilgelost. i\ls Tmockensuhsuani ist dos
KnistalhpLilven gLu hagenhiihig, wdhiend die
hereils angcsctite wossnige LosLing hei
FeLichligkcit nun hcgienzt halthar isl. do

Bud 12:Leiter-
platten-Atz-
maschine.
In der senkrecht
stehenden
Glasküvette 1st
das leicht
blauliche
Ammonium-
persulfat-Atz-
mittel zu sehen

Cill ZcrsetiLmgspnoteLi Limiter Sauerstoff-
und Ozonhi ldLingdic Lhsung zenfallen hiiBt.

Für den Ansatz Lien Atzlosung giht man
250 g AmmiioniLmnipcnsullat in einen Mel]-
bechen Lind I'01 111, tinter UmrUhren nut hei-
l]em Wasser aLif cin Liter aLif. Das Mi-

schLuigsvenhiihtnis hetniigt demnoch 25Y(
A n iii oni ii m peis ul lot iLl 7513 Was Sen. he-

togen OLI f die Gewichtsangahen.
Die ALihldsLmmlg des KnislallpLilvers en-

elm	 kT
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bIgt endotherni, d.h. die Ldsung kuhit
deutlieh ah. Die optimale Attteniperatur
lie,-,t hei 40C, wiihreiid tinter 30C kaum
eine nennenswerle Atzwnkung feststeil-
bar ist. Keinesfalls dart die Teniperatur
jedoch uher 60C steigen. da schon ah SOC
die gehrauehte knplerhaltige Losiing in-
stahil wird iind tiir 7.ersetiiin 11 neigt.

Da der eigentl iche Atzprozel3 stark exo-
therm ( ) veribuft. hraueht Ii.ir eine Behei-
lung walirend des A!ivorgangs nicht ge-
sorgi in werden, da der Vol-gang selhsi
hiireiehend viel \Vtirnie freiset,t. Fventu-
eliis( so-ar eine Kbhiung notwendig.

Die Atzdauer hetrLiOt etwa zehn Minu-
ten Mid ist sowohi von der zu btienden
Fltiche der Kupfersehieht ais aueh von der
Temperatur stark abhbngig. Eine kontinu-
ierliehe Ieiehte Bewegung des Atzhades
tragt zur l3eschleuni g un g des Ativorgangs
Lind fur eine gleichiiidb3ige Abtragiing der
Kupferschicht hei.

Die i\ti.Iiisung hildet keinen Schaum
und elgilet sich daher nieht Für SchauniLit,-
anlagen. Gut gecignet is! sic für Ki.ivctten.
(Taueliatihiider) rind auch [61- SprOh- hzw.
Sch I eLiderat/an I agen.

Die Irisehe Attldsung is! farhlos. Bei
zunehmencicm Kuplergehalt vertLirht sieh
rhis Bad immer stOrker hIaLil ich. Dahei
hleiht die Ldsung aher transpaicnt. so daf3
der Atzvorgan g gut Al verbolgen ist.

Fin Liter Lhsung reieht für die Aiibnah-
me von 40  Kupler, cut siirechend ci ncr in
iiticndcn Flbchc von 0.2 m 2 hei inittlerem
Dcekongsgrad des Lei terhahnhildes.

5.2. Eisen-III-Chlorid-ProzeI3
Die ehemische Forniel für Eisen-I II-

Chlorid laiitet FeCI Es Iiegt in fester Form
vor meist als sehmutzig gelbe his ro!brau-
ne Kuge In von 5 his 10 mill Durchmesser.
Da die Suhstani deutl ich hygroskopiseh
(wasserauziehend) is!. mul$ die Lagerung
dahcr im lub!diehtverschlossenen I3ehb1ter
cr1 oi gcn. SovohI die Iioekensnhs!anz als
auch die angesetite wiissrige I .dsuug Sind
gut iagerfbhig.

Die Eisen-III-Chlorid-Substan, wird in

-

Vasser his mr Siittigung aulgelOst. Dahci
entsteht cOle goldgelhe Fbrbung. Der Silt-
!igungsgrad is! erreichi. wenn /ugcsctites
kiscu-Ill-Chlorid sieh nicht mchr au!]bs!,
sondern am Boden ahsctzt.

Diese mm Atzeu gUnstige Konzentrati-
on Iiegt bei ca 50/c Eiscn-III-Chloricl und
50 11( Wasser. Hierzu gehen Sic 500 g Ei-
sen-I I 1-Chiorid in einen Mei3hecher rind
tb lien ui te r U mdi lire n in it h a id w arnie m
Wasser auf ciii Lite]- ant. Damit ist die
Losung hereits gehrauchsbertig, kann je-
doch un!cr weiterer gcri ngbugiger Zugahe
von Eisen-III-(lilorid-Ku gelehen his tur
Sii!tigung aufgeliillt verden, sobern dci
Siittigungsgrid bisher noch nicht ganz er-
reich! wurde.

Bemerkens ert ist die Ta!saehe, daB
hercits hei Zimmer!eiuperatur ohne Er-
\varmung der Ativorgang durchfiihrhar ist.
Ei ic Temperaturerhbhun g hesch lcunigt
den Kupberah!rag crhchlich.

In der Praxis arhcitct man Lt. a. hei
Raumtciuperatur. da hier kcinerlci zusiitm-
hehe krrsiirmung crlorderhch ist. Die
A tidauer hctritg! 30 his 60 Miii uten. Al tet-
nativ hictet sich die Frwiirmung auf etwas
SOC an. Hierdureh reduziert sicli die
Atzdauer auf wenige Minuten.

Grundsiiti.I ich sollte auch heini Atzen
mit Eisen -I I l-Cilorid cinc leichte Bewe-
gung des Bades vorgcuonimen werden.
iiiii cinen gleichiniiiiigen Kupferahtrag mu

errcichcn.
mi Ansclilubi an den A!mvorgang spilit

nan unter IIieb$endcm Wasser die I'Iatinc
ah. Stiurerestc wcrdcn ill Seifenhad
neutral isiert.

Eine wcitcre Eigenschaft der Eisen-lll-
Chiorid-Losung ist ihre natOrlichc Schauni-
hi dung, weshalb sic sich bevoriugt auch
für Schaumii!zanlagen cignct.

\Vegen seinerguten Besandigkcit hiete!
sich Eiscn-I I I-Chlorid ds Atimi!!cI immer
dann an, wcnn nurgclegcntlieh PIa!inen mu
; it/en siid, vohci nicht gaul die Qualitiit
andcrcr i\tmniittcl in hezug auf Kon!uicn-
schiirtc uud Iintcriitiung ericicht wird. In
den ulcisten Fiilleu, sclhst un industriel len

Bild 13 zeigt die
Zusa m me nstel-
lung von Materiali-
en für die Eisen-
Ill-Chlorid-Atzung:
Ku nststoff-
schalen, Eisen-Ill-
Chlorid im Beutel,
Entwickler,
Basismaterial,
Lätlack.

Prototypcnhau. ist (lies jcdoch praktisch
ohne Bcdcu!uug und Fiscn-III-Chloridwird
ill 	 Bercichen emgcsc!m!.

Die Ergiehigkcit von [ken-Il 1-Chiorid
liegt iihulich wie hei Animoniumpersulfat
mi Bcrcich von 40 g Kupber pro Liter.
wobei un!cr Einscliriinkung der Geschwin-
cligkeit cinc Ausnu!zung his mu 60g Kupier
pro Lifer inogl cli ist.

5.3 Salzsaureatzung
lndcrindustricllcn Scricntertiguugvird

hitutig ilcr Salisiiuicpixzeb3 bür den At/-
vorgang eingesctmt. Die Vorteile des Ver-
fahicus liegen m den rclativ geriugen Ko-
sten und der hohcn Atzgcschwindigkeit.
Das Verfahrcn ist auch für Fiuzelbertigun-
gen gut geeignct und empfchlenswert. Je-
(loch Achtung: Autgrund der auBerordent-
lichen Gefiihrliclikcit der verwendetcu Em-
icl-Cheinikalien sowic des teitigen Atz-
uiittels sollte das Verbalnen dcr Salzsiiuie-
iitzungaussehliclilich von Fackkriittcnciu-
gcsc!mt werden. (lie aulgrund ihier Aushil-
dung mit dcni U ingang eu!sprccliendcr
Chemikal ien vcrtiaut Sind.

Die brischc Atzlosung ist ithulicli wie
bei ni Ammoniunipersul tat klar rind farb-
los. Mit munehmcndcm Kupteigehalt wech-
selt (lie Farhc ins GrOuliche his hin mu
BlaugrOn. Da nicinals Bodensatz entstclit,
lasscn sich alle Gctiib3c gut icinigen.

Für die I lcrstcllung von ciniclucu Lei-
!crpla!tcn uud Klciuserien cignet sich der
lisatz dcr Saltsiiurciittung hcvoiiugt in
KOvcttcn, wiihrend in der ludustrie Vol"

allein Durchl all fall lagcu Fiusatm linden.
Bci der Herstellung der Atzltisung is!

sorgsainer Umgang nut den Cheinikahen
erforderlich, inshcsonderc nut deni Was-
serstobbperoxid. Zur Hers!clluug der Atz-
Idsung gehen Sic wie foIg! vor:

Für I Liter Atmlbsung siud folgende
Flbssigkeiteu initcinander mu rnischcn:

770 ml Wasser weiden nut eiuer Tern-
pe rat u r von 401' ill nen Me Iihcc her
gcgchen.

2.) 200 ml konmcntrierter Salmsiluic HCL
(ca 35 (/ ig ) werden dem Wasser un-
mugegehen.

3.) 30 nil konzentrieites Wasserstofbpero-
xiii HO, (ca 3OYcig) wcrdeu dem so
entstaudencu Gemisch hiiutugcgeheu.

Die augcsctztc M iscliung riccht etwas
stechend mid entwiekelt lcichtc Diimpbc,
wcshalh hci m Eiiisatm der Salmsiiuicii!iung
s!iiudig gut duiclizulObtcii ist. Die Suhstanz
vcriitmt Klcidung. Bci Hautkontakt Moll?)

man so to it mit re i cliii cli Wasse r ahw a-
sehen.

Beim Aiisatz der Misehung Sind (lie Oh-
lichen VorsichtsuuaBualinicu für den Uiuu-
gang iii! Siturcn mu heacliteii. dli. uuter
andeicnu Scluutzhri I Ic und Gurnrniluand-
schuhe tragen.

Wiilirend die drei Koiuipoucuteii ill
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angegehenen Rei hen loige tinier U mruh-
en mit einem Giasstab lanesam miteinan-

tier veriìiischt werden. isi unbedniet tiar-
auf zu aehien, da0 die aus tier Chemie
hekannte Regel ..erst das Wasser, dann die
Shure" sorgfhitig beachiet wird. linmer
gibt man eine kieinere Menge Säure zu
einer rb13eren \Vassernienee! Ansonsten
kOnnie es durch die erol3e Hitteentwick-
lung zu geiiihri ichen Siiuresiiritzern koni-
men.

Vs/cnn ais ietztes (las Wasserstolijier-
oxid (auch ais Wasserstoiktiperoxid he-
,eichnei 1 ehenfails tinter Umriihren /it

Wasser-Siiure-Gemisch gegehen wird,
empfiehit es sich, nicht gicich die ganze
Menge hineiniuge-
hen. da es sonst Lu
iokaien hohen Kon-
zentrationen kommen
konnte. woratifhin
eine Chiorgasent-
wick I wig ci nsetzen
wiirtie. Also auch hier: langsani tind sorg-
sam tinter kontinuicrhcheni l . Jniriihren the
Fliissigkciien niiteinantier verniischen.

Nun isi das Aizhad gchrauchsfertig. Die
giinstigste Atzieniperatur betragi 40C,
wohei the Aizdauer stark ahhingig von tier
Bewegung unti tier Temjieratur isi..

Die Piatine wiid Ober iitifeste Kunst-
stoffschnure oder Tcsafiim-Streiien in das
Atzhad getaucht.

Bemerkenswert ist auch bei tier Saizsin-
rehtzung . ciai3 hereits i m Raumieniperatur-
hereich ciii gutes Atzergehnis nihghch ist.
Die Atzdauer licgt dann bei 10 his 15
Mi nuien. Ei ic ErwLirmting hesehicun igt
diee Reaki i )n tie nil i c h wohe i ma ii tiara u I
achien mu0, dal,)' keinesfails 50'C iiher-
schritlen werden.

An cheser Steile wollen wir the Nachtei-
Ic tier ansonslen cnipfehlcnswerten Sal,-
satneattung heschreihen. Als wichtiges
Kriterium ist hierbet die Unbesihndigkeii
tier Attidsung in nennen. (lie i nnerhalh
von Tagen chemisch zerfiii it. Beini Einsatz
in intiustrielien GroBaniagen spicit dies
jedoch eine untcrgeordnete Rolle. da die
LOsung automat isch Uherwachi und cio-
siert wirti, svodurch the optiniaie Batitu-
sammenset/ung erhalien hiciht.

Bei tier 1-lersteilu11 1 1 von ci nici nen Piati-
nen hzw. kicinen Serien cmiii chit es sich.
the Atilhsung immer wieder neu antuset-
ten und sofart Al nuizen. Die Beurtei lung
cines gebrauchten Atzbaties criorderi viel
ErIahrung. Bei einvancifrei tiosierteni Bad
Iiirbt sich hiankes Kupfer i nnerhaih weni-
ger Sektinden nach dciii Eintauchen cietit-
i ich rothraun his tiunkeihratin (nicht ntir
rdtiich ). Bieiht the Fhrhung aus. stimmt
ets as nicht unti tias Atzniittei arheitet er-
hehhch zti iangsaiu otier ilberhatipt nicht.

In den meisten Fdilen muB hci atishlet-
hentier Fiirhung tier Piatnie eiwas 'VVasser-
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stoilperoxid zugegehen wertien. Eine Bia-
senbiltiting hingegen signahsieri cinen
LJherschtiB an HO, dci ehenfails Ltmi
Ahhrtieh tier Rcaktion fiihrt. Ahhiile schafil
tiann this Ztigiel3en von Wasser tinci Salt-
sijure.

Diese etwas kritischen Dosiertingen soil-
te man mdghchst jetioch vermeiden, in-
dew man grtmdsdtthch tinmittcihar vor
tieni Atzvorgang cin Irisches Bad anseizt.

Ein Liter tier rechi preiswcrten Atiia-
swig ist auBerordenthch ergiehig unti
reicht fiji the Aulnahinc von rtind 120 g
Kupfcr. entsprcchenti ciner zu itzentien
I lache von 0.6 m hei mitilerem Decktings-
grad tics Leiterhahnhiltics. Dies enispricht

Ati'erfaIiren zur schnellen
Herstelli,ii' von Leiterplatten

dew 2-his 31 achen ) der Ergiehigkeit von
Animoniumperstiliat oder Eiscn-iII-Chio-
ii ti

Atif cine ganz wcsentliche Gciahr nut
ticin Saitsiitircgeniisch sci an diesel- Stelle
noch hi ngewiesen:

Da this Atzhati generell geringc Gas-
mengen cntwickeIt, darf the LOsung auf
gar Linen Fall in tlicht versehlossenen
Fiaschen aufhewahrt wertien, da sich em
grol3er Uberdrtick biidcn wUrcie. tier ztnii
explosionsartigen Zerpiatzen tier Flaschen
fiihien kOnnic. Die Atiiliewahrung tier icr-
tigen LOsting soilte tiaher niiiglichst unier-
hicihcn tmtl nur noilalis vorgenommen
svertien, dann jetloch in dunklen. nicht
Iti ftthcht verschiossencn sLiurehestantligcn
F Ia sc lie ii.

5.4 Entschichten
Nach tieni Atzvorgang wercien the Lei-

terhahnen von den Resicn tier Zeichntmg
hzv. tier Fotoschicht hefreit. Dies ist mit
organischen Lhstingsmitieln vie z.B. Ace-
ton atif einfachc Weise moglich.

Sic kOnnen die Fotoschicht auch mit
dem gleichen Schetiermittel enifernen. mit
tieni the Kupierschicht sor tlem Einsprii-
hen mit Fotolack gereinigi wurde. Dieser
Vorgang 1st edoch etwas miihseligcr. he-
feriedoch cinc opti nal gereinigte Leiter-
platte.

Darhher hinaus iSt the Enticrnung tier
Fotoschicht mit Hilfe tier Entwicklerlh-
sting mdghch. wohei Sic ztivor the kom-
piette Leiterplatte ausreichenci lange nach-
hehchten, daniit im AnschltiB the Foto-
schicht von tier Natronlatige (Eniwickler-
losung ) aufgeliist wirti.

1111 intitistrieilen Bereich erftilgt anschlie-
Benti the Bcdrtickting nit Ldtstopplack und
/otier tias Vertinnen. hii Einzclstiickhc-
reich empfiehlt es sich, entwetier the Plati-

ne tinmittelbar in hestlicken tind the Ban-
Clemente zti vcrlhten Oder zuvor einen
Lotlack ztmi Schtitz vor Oxidation atifzti-
bringen.

5.5 Entsorgung von Atzmitteln
Die hier vorgestelltcn Atzverfahren ha-

sierenci auf Ammonitimpersu I fat. Eiscn-
II 1-Chioriti oder Salzsdtnedtzting erfor-
dern Atzlastingen, the sowohl in frischer
a Is atich ye rhrauchter Form al s Sonderni iii
ci nitistu en Sind.

Ati i'grtinti tier ztir Drticklegting tics Arti-
kels im ()ktoher 1993 geltenticri Gcsetzes-
lage tiiirtcn diese Losungen atif gar keinen
Fall, auch n ichi in verdil liii icr Form, in das

stdtitische Ahwasserka-
nalsystem enigeleitet
werden.

Entsprechencle Che-
mikal ien nii.issen al s
So ii tie mi till he h anti cit
Lind bei den Sc hadsto ff-

sarnmclstellen ties eweiligcn i.antikieises
ahgegehen wertien. Die Athesse ist heim
Ii mwcltamt tii eriahien

5.6 Sicherheitshinweise
Fur die Aniertigtmg emzelner Leiter-

platten als atich 11ir the Kleinserienierti-
gtmg wirti tier Ativorgang in Kunststoff-
Schalen oder Kilvetten vorgenonimen, die
entsprechenci dtzfest sind. Diese niüssen
aufeinerehenen. festen Iinterlagen stehen,
cianiit atich beini leichtcn Bewegen keine
FIiissigkeit vcrschiittet wertien kann.

,-\tif jeder Flasche mtih deutlich ieshar
der Inhait vernierkt scin init Beschafitings-
clattnii tind Totenkopi-Symhol (erhdltlich
in I latishalts- unti Atitoitihelihrhitien
Keineslalls tiiirfen these liochgiitigen unti
Ichcnsgeiiihrliclicn Fliissigkeiten in

 atis (lent tiiglichcn Gchrauch einge-
hIlt weitien (atif keinen Fall Sprtidei-.

Bier- oder Milchfiaschen vcrwcnden).
Giinstig sinci spetielle. entsprechcnti htzie-
ste Kunststoii-Flaschen. da hei Glasfia-
schen Brtichgeiahr hestelit.

Femner ist zti empiehlen. in den Fla-
schenverschltih em \vinziges, edoch atis-
reichenties Loch iti stechen, damit sich in
tier Hasche keinesfalls ciii Uhertirtick atii-
hatieii Linn.

Clieiiiikalien-Flaschen sinti an titmklen.
kiihlcn und vcrschliehhaicn Orten in 1,1-

2CI-11 unti intissen fOr Kmticr tiiierreichhar
scm.

Beim Arheiten nut Chemikalien ist tni-
hethngt eine Schutzbrillc zu tragen. ehenso
miissen Schtitihandschtihc rind Schutzklei-
titmg henutzt svcrcien.

Im fiinften Teil dieser Artikelserie koiii-
iiien wir zuni Bohien tier I citerpiatten.
gciolgt von tier Bcschieihting von I-Id is-
nuttein mr Ersteilting von titiiclikontak-
tierten Leiterplatten.
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